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STOCKHOLM, 2026-08-25 

DIARIENUMMER: KN2026/01414 

TILL: KLIMAT- OCH NÄRINGSLIVSDEPARTEMENTET 

 

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett ramverk 
för åtgärder för att stärka EU:s halvledarekosystem och om upphävande av 
förordningen (EU) 2023/1781, (Chips Act 2.0), COM(2026) 504 final  

 

Sammanfattning 
Qamcom instämmer i huvudsak i förslaget till Chips Act 2.0 och dess inriktning att stärka hela 

elektronik- och halvledarekosystemet. Som mindre teknikbolag (SME) vill vi särskilt lyfta fram tre 

frågor som vi bedömer är avgörande för att förslaget ska få verklig effekt för företag i vår storlek: 

statlig riskdelning och efterfrågeåtaganden via såväl Försvarets materielverk (FMV) som Myndigheten 

för civilt försvar (MCF) (artiklarna 8–10 och 20), en verklig väg från universitetens pilotlinjer till 

småskalig kommersiell produktion (artiklarna 4.4 b, 5 b och 6), samt satsningar på öppen programvara 

för kretsdesign inom kompetenscentrum och Grand Challenges (artiklarna 6 och 7). 

 

Qamcom är ett svenskt teknikbolag som arbetar med inbyggda system, kretsdesign samt test och 

verifiering åt kunder inom bland annat kraft-, telekom- och infrastruktursektorn. Genom vårt eget 

projekt CIRES, där vi utvecklar en ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, en skräddarsydd 

krets) för kraft- och telekominfrastruktur och samtidigt kartlägger sårbarheter i Europas 

halvledarekosystem i en digital tvilling, har vi förstahandserfarenhet av de flaskhalsar som beskrivs 

nedan. Vi lämnar detta yttrande som ett eget, kommersiellt inriktat bidrag vid sidan av de synpunkter 

som redan lämnats från branschhåll. 
 

1. Statlig riskdelning och efterfrågeåtaganden via FMV och MCF – inte bara dialog 
Qamcom stödjer inriktningen i artiklarna 8–10, men anser att den behöver kompletteras för att få 

verklig effekt. Artiklarna syftar till att stimulera efterfrågan på europeisk halvledarteknik. Artikel 9 

inrättar ett Demand Forum, en plattform där halvledartillverkare, användarindustri och 

systemintegratörer ska samordna tekniska färdplaner och efterfrågesignaler, och artikel 10 rör 

innovationsupphandling. Vi menar att dessa instrument riskerar att stanna vid dialog och 

avsiktsförklaringar om de inte kompletteras med konkreta åtaganden om riskdelning och volym. 

Sverige har genom den kraftigt ökade försvarssatsningen en möjlighet att låta Försvarets materielverk 

(FMV) agera efterfrågedrivande kund och medfinansiär för svenska och europeiska halvledar- och 

elektroniklösningar. Motsvarande roll bör inte begränsas till försvaret: Myndigheten för civilt försvar 

(MCF), med sitt uppdrag för försörjningsberedskap inom energi, telekom och andra samhällsviktiga 

sektorer, bör på samma sätt kunna bidra till efterfrågan och riskdelning för civil halvledar- och 

elektronikproduktion. 

Vi föreslår att Sverige i förhandlingarna verkar för att artiklarna 8–10 samt 20 kompletteras med 

konkreta modeller för statlig riskdelning och bindande efterfrågeåtaganden, med FMV och MCF som 

två tydliga och närliggande kanaler – en militär och en civil – snarare än att förlita sig på att 

marknaden ensam ska bära den initiala risken för nya leverantörer. 
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2. Gör universitetens pilotlinjer produktionsdugliga i liten skala – enligt samma 
modell som IHP 
Qamcom instämmer i inriktningen i artiklarna 4.4 b, 5 b och 6 om pilotlinjer, testbeds och 

kompetenscentrum, men anser att genomförandet i Sverige behöver bli mer konkret. I praktiken 

stannar mycket av den svenska infrastrukturen, till exempel Myfab vid Chalmers, KTH, Lunds 

universitet och Uppsala universitet, vid forskning och prototyper. Tyska IHP (Leibniz-Institut für 

innovative Mikroelektronik) visar att en forskningsanknuten linje även kan leverera kommersiellt 

gångbara småserier till externa kunder. För mindre teknikbolag som behöver några tiotal eller 

hundratal kretsar, inte miljonvolymer, är avsaknaden av en motsvarande väg från prototyp till 

småskalig kommersiell produktion i Sverige ett direkt hinder. 

Vi föreslår att Sverige verkar för att medel inom Chips Act 2.0 uttryckligen får användas för att 

uppgradera universitetens pilotlinjer, till exempel inom Myfab, så att de klarar kommersiellt godtagbar 

kvalitet och spårbarhet vid liten volym enligt samma modell som IHP, och inte enbart 

forskningsprototyper. 

 

3. Satsa på öppen programvara för kretsdesign för att sänka trösklarna för nischade 
ASIC-lösningar 
Qamcom föreslår att artiklarna 6 och 7 kompletteras på denna punkt. Vi ser en växande marknad för 

nischade och specialanpassade kretslösningar som stora etablerade designhus av kommersiella skäl 

väljer att inte prioritera, men som mindre svenska teknikbolag är väl positionerade att möta – förutsatt 

att verktyg och tillgång till pilotproduktion görs tillgängliga. Öppen programvara och öppna 

verktygskedjor för kretsdesign sänker tröskeln för SME och start-ups att gå från idé till färdig krets, 

kortar tiden till marknad och minskar beroendet av dyra kommersiella licenser som annars gynnar 

redan etablerade aktörer. 

Vi föreslår att Sverige verkar för att kompetenscentrumen enligt artikel 6 och prioriteringen inom de 

nyinrättade Grand Challenges enligt artikel 7 – storskaliga, sektorsövergripande satsningar på 

strategiska teknikutmaningar, till exempel nästa generations AI-chip, vars närmare utformning och 

finansiering ännu inte är fastlagd i förhandlingarna – uttryckligen omfattar utveckling och underhåll av 

öppen programvara och öppna designverktyg för kretsutveckling, som en del av EU:s strategi för att 

bredda deltagandet i halvledarekosystemet. 
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